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Pat entansp ruche . 

^) Vorrichtung zum galvanischen Metallisleren von 
-aibstraten mit einem Halterahmen zum stabilen Halten der 
5 Substrate im ELektrolyten und Ankontaktieren an der 

Kontaktschiene (Kathode), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein vorztigsweise u-fonniger 
Profilrafimen (1) aus bestandigem, nichtleitendem Material 
zur Axifnahme von ein oder mehreren Substraten (5) vorge- 

10 sehen ist, den oben die leitende Kontaktschiene (2) und 
parallel dazu ein nichtleitender Substratanschlag (5) 
tiberbrlicken, daB femer zvischen der Kontaktschiene und 
dem Substratanschlag Klauen (4) zum Ankontaktieren der 
Substrate befestigt sind, daB auSerdem oben an der Kon- 

15 taktschiene zum leitenden Befestigen des Rahmens ver- 
stellbare Halterungen (10) angebracht sind und daB die 
flir die Aufnahme der Substrate oienende Innenseite des 
Profilrahmens an der Vorder- vind Riickseite teilweise 
dvirch Blenden (16) abgedeckt ist. 

20 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl sich der Substratan- 
schlag (3) leistenformig (11) an den Seitenwanden und am 
Boden des Profilrahmens fortsetzt und am Boden des 
25 Profilrahmens in geringem Abstand von dem Substratanschlag 
Stifte (12) vorgesehen sind, die ein Wegrutschen der vor- 
zugsweise Rucken an Rucken ein^elegten Substrate ver- 
hindem. 

30 3. Vorrichtung nach Anspruch 1und2, dadurch 
gekennzeichnet, daB in den Seitenteilen 
und im Boden des Profilrahmens durchgehende Bohrungen (13, 
14) vorgesehen sind, deren Achsen in der Ebene der 
Substrate liegen, und dafl der Rahmen mit einem breiten 

35 Abschirmrand (17) versehen ist. 

'4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeiclinet, daBdie Kontalrtierklauen (4), 
die ein spitzes und ein stumpfes Ende aufweisen, auf 
ihrer Innenseite mit selbstklebender strukturierter 
Metallfolie (6), vorziigsweise Kupferfolie, uberzogen und 
5 elastisch an den Substraten befestigt slnd. 

5. Vorrichtung nach Anspruch W, dadurcb ge- 
kennzeichnet , daB die durchbohrten Kon- 
taktierklauen (4) mit einer fedemden Unterlegschei- 
10 be (8), z. B. aus Silikongummi , an Substrat (5) xmd 
Kontaktschiene (2) befestigt (7, 9) sind. 
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5 Vorrichtup p ; zum galvani schen Metallisle ren von Substraten. 

Die Erfindxmg betrifft eine Vorrichtung zvan galvanischen 
Metallisieren von Substraten mit einem Halterahmen zum 
stabilen Halten der Substrate im Elektrolyten und An- 
10 kontaktieren an der Kontaktschiene (Kathode). 

Es ist bekannt, zu galvanisierende Teile an die Kontakt- 
schiene anzuklemmen, um sie dvirch einen Elektrolyten hin- 
dxirchfUhren zu kSnnen. Dabei erhSlt man aber keine gleich- 

15 mSBige Metallverteilvmg uber die OberflSche des zu gal- 
vanisierenden Teiles. Wird eine sehr gleichmafiige Metall- 
verteilung gewUnscht, dann mussen entsprechende Vor- 
richtungen angefertigt werden, um die Stromverteilung und 
besonders die Kanteneffekte zu beeinflussen. Als Kanten- 

20 effekt bezeichnet man den starkeren Metallaufbau auf 
Randem und Strukturkanten des zu galvanisierenden ¥erk- 
sttickes. 

Bei der galvanoplastischen Nickel-Abscheidung auf Glas- 
25 substraten sind fUr einen bestimmten Anwendungszweck die 
Anforderungen an die galvanoplastische Nickelabscheidung 
in Bezug a\if innere Spannung tmd Homogenitat der Nickel- 
schicht sehr hoch. Diesen Anforderungen entspricht z. B. 
ein Nickel-Sulfamat-Elektrol3rt. Bei einer Schichtdicke 
30 von ca. 100 yum wird eine vollig plane Nickelschicht ver- 
langt, die wahrend der Galvanisierzeit gut auf den Auf- 
dampfschichten haftet. Die OberflSchenrauhigkeit darf 
z. B. 4 /um nicht uberschreiten.. Bei einem derartigen 
Verfaha^en kommt es daraiif an, eine geforderte Schicht- 
35 dicke von 90 bis 110 ^um Uber den gesamten Nutzen zu er- 
reichen. Die geforderte Metallverteilung vmrde mit den 
herkommlichen KLemmvorrichtungen auf den Substraten nicht 
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vollstandig erreicht, so daB ein beachtlicher Prozentsatz 
der hergestellten Formteile verworfen werden muBte. Da- 
riiber hinaus muBte die KlemmvorTichtung nach zwei- bis 
dreimaliger Verwendung abgeatzt verden, da sicb axif dem 
5 Teil, das in das Bad eintauchte, Nickel abgescMeden 
hairke • 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine eingangs 
definierte Vorrichtung zu schaffen, die eine mSglichst 
10 gleichmaBige Metallverteilung auf dem Substrat gewShr- 
leistet und eine leichte Handhabung durch angelemtes 
Bedientmgspersonal ermSglicht. 

Diese Aufgabe vird nach der Erfindung dadurch gelost, daB 

15 ein vorzugsweise u-formiger Profilrahmen aus bestSndigem, 
nichtleitendem Material zur Aiiftxahme von ein oder mehreren 
Substraten vorgesehen ist, den oben die leitende Kontakt- 
schiene und parallel dazu ein nichtleitender Substratan- 
schlag uberbriicken, daB femer zvjischen der Kontaktschiene 

20 und dem Substratanschlag Klauen zum Ankontaktieren der 
Substrate befestigt sind, daB auBerdem oben an der Kon- 
taktschiene zum leitenden Bef estigen des Rabmens verstell- 
bare HeG-terungen angebracbt sind und daB die fiir die Auf- 
nahme der Substrate dienende Innenseite des Profilrahmens 

25 an der Vorder- xmd Rtickseite teilweise durch Blenden ab- 
gedeckt ist. Auf diese Weise wird eine Steigerung der Aus- 
beute durch bessere Metallverteilung aiif der Substratober- 
flache von z. B. 75 bis 80 % auf 100 ^ erreicht. Daruber 
hinaus ist die Qualitat und Ausbeute von der Badgeometrie 

30 weitgehend unabhangig. Die Galvanisiervorrichtung nach der 
Erfindung ist leicht zu bestucken, robust und gut zu 
handhaben. Sie zeichnet sich femer durch eine einfache 
Baiiweise und lange Lebensdauer aus. Alle Arbeitsschritte 
konnen in der Vorrichtung vorgenonmien werden. Da alle 

35 Telle der Vorrichtung, die in den Elektrolyten eintauchen, 
aus gegeniiber dem Elektrolsrten bestandigem, nichtleiten- 
dem Material bestehen, findet eine Vfildabscheidiong von 
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Metall nicht statt. Die Vorrichtung kann dalier nach dem 
Galvanisieren sofort wieder verwendet werden. 

Der Substratanschlag setzt sich leistenformig an den 
5 Seitenwanden und am Boden des Profilrahmens fort. Am 
Boden des Profilrahmens sind in geritigem Abstand von dem 
Substratanschlag Stifte vorgesehen, die ein ¥egrutschen 
der vorzugsweise Rucken an Rucken eingelegten Substrate 
verhindem. 

10 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind in den Seiten- 
teilen und im Boden des Profilrahmens durchgehende 
Bohrungen vorgesehen, deren Achsen in der Ebene der 
Substrate liegen. Femer ist der Rahmen mit einem breiten 

15 Abschirmrand versehen. Dadvirch ist gewMhrleistet, dafl der 
Elektrolyt und Reinigungslosungen gut abflieBen konnen 
und beim Galvanisieren der Elektrolytaustausch nicht be- 
hindert wird. Der breite Abschirmrand verhindert femer 
ein Eindringen von Stromlinien durch die Bohrungen oder 

20 Locher. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind die 
Kontaktierklauen, die ein spitzes und ein stumpfes Ende 
aufweisen, avif ihrer Innenseite mit selbstklebender, 

25 strukturierter Metallfolie, vorzugsweise Kiq)ferfolie, 
iiberzogen und elastisch an den Substraten befestigt. Es 
konnen somlt nichtleitende ELauen Verv/endung finden, die 
nur auf der zum Kontaktieren wichtigan Oberflache mit 
Metallfolie beklebt sind. Das spitze Ende wird zum Kon- 

30 taktieren der Substratoberflache verwendet. Es laBt sich 
nach dem Galvanisieren vieder gut abheben. 

\M eine elastische Befestigung der Kontaktierklauen an 
den bruchempfindlichen Substraten zu gewShrleisten, werden 
35 die Kontaktklauen mit einer Schraube mit Silikongummi- 
unterlagscheibe an Substrat und Kontaktschiene befestigt. 
Die elastische Siliicongummischeibe verhindert, daB die 

130067/0223 



3027751 




80 P 7 11 2 DE. 



Substrate bei zu stark angezogener Schraubs springen. 

Die Erfindung wird anhiand der Figuren erlautert. Es 
zeigen: 

5 

Figur 1 einen Abschnitt einer Kontaktschiene mit einer 
Kontaktierklaue, Anschlagschiene und Substrat, 

Figur 2 die Kontaktierung in der Seitenansicht zwischen 
^0 der Kontaktschiene, der Kontaktierklaue vnd zwei 

Substraten und 

Figur 3 in perspektivischer Darstellxang einen Prof il- 
rabmen nach der Erfindung. 

15 

Ein vorzugsweise u-formiger Profilrahmen 1 ist oben mit 
der leitenden Kontaktschiene (Kathode) 2 und einem paral- 
lel daz-a verlavifenden Substratanschlag 3 iiberbriickt. ¥ie 
aus den Figuren 1 und 2 zu ersehen ist, sind zwischen 

20 der Kontaktschiene 2 und dem Substratanschlag 3 ELauen 4 
zum Ankontaktieren von Substraten 5 befestigt. Die 
' Kontaktierklauen 4 sind nichtleitend und auf .der zum 
Kontaktieren wichtigen Oberf lache mit einer Metallfolie 6 
beklebt. -Als elastische Zwischenlage zwischen Schrauben- 

25 kopf en 7 vnd den ELauen dienen f edemde Unterlegschei- 
ben 8. Die KLauen 4 werden auf den Schrauben mit 
Muttem 9 festgehalten. 

An der Kontaktschiene 2 ist eine hShenverstellbare 
30 Halterung 10 aus vorzugsweise rosttragem Stahl vorge- 
sehen, Sie dient zum Bef estigen an der Warenstange xmd 
als Stromleitscbiene. Durch die Hohenverstellbarkeit 
kann so unterschiedlichen Abstanden zwischen Kontakt- 
schiene und Badniveau Rechnung getragen werden. 

35 

An den Seitenwanden xznd am Boden des Profilrahmens ist 
der Substratanschlag mit 11 bezeichnet. Stifte 12 ver- 
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Mndem ein Wegrutschen der Substrate. In den Seitenwan- 
den sind LBcher 13 xind im Boden des Profilrabmens 
Locher 14 vorgesehen. Damit vird eine ausreichende Bad- 
bewegung imd ein guter AbfluB fUr Spiilwasser gewahr- 
5 leistet. 

Vorder- xmd RUckseite des Rahmens enthalten Gewinde- 
bobrungen 15 zum Befestigen der Blenden 16. In der 
Figur 3 wurde die vordere Blende 15 veggelassen, urn den 
10 Einblick in den Profilrahmen nicbt zu verdecken, Ein 
breiter Abschirmrand 17 verbindert das Eindringen von 
Stromlinien durcb die Bobrungen bzw. Locher, 

Der Profilrahmen nach der Erfindung kann ziir Aufnahme 
15 eines oder mehrerer Substrate konstruiert sein. Beim 

gleichzeitigen Galvanisieren von geradzahligen Substraten, 
z. B. vier, werden jeweils zwei mal zvei Substrate Rucken 
an Rucken in den Profilrahmen eingesetzt* 

20 Der Profilrahmen nach der Erfindung kann auch von ange- 
lemtem und unerfahrenem Personal leicht gehandhabt wer- 
den. Nach dem Bestucken des Profilrabmens mit B. vier 
Substraten erfolgt das Einhangen des Rahmens in den 
Elektrolyten. Nach der galvanoplastischen Abscheidung 

25 des Metalls sind die Substrate nach dem Losen der Kon- 
taktierklauen leioht aus dem Profilrahmen zu entnehmen. 
Ohne Zwischenbehandlung steht der Profilrahmen sofort 
fur einen neuen Arbeitsgang zur Verfiigung. 

5 Patentansprliche 
3 Figuren 
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BASIC-ABSTRACT: 

Electrodeposition appts . for metallising substrates 
comprises a U-shaped frame 

(1) of non-conducting material intended to be immersed in 
the electrolyte bath 

and an electrical supply conductor bar (2) across the 
opening of the U; 

Parallel to this conducting bar and below it is a 
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non-conducting spacer bar 

(3) . The substrates to be coated are hung vertically 
alongside this spacer 

bar, clamp-d to it by contact claws gripping across the bar 
(3) and across the 

current supply bar (2) . The feed into the conducting bar 

(2) is through 

suspension hooks (10) which can be adjusted in height and 
serve also for 

suspending the entire frame in the bath. The inner face of 
the U-frame (1) is 

partly blanked off at front and back by plates (16) . 

Used esp. for the deposition of nickel on glass sheets. 
The appts, enables a 

very good and uniform electrical contact between the glass 
sheet substrates and 

the cathode contact bar (2) to be obtd. This results in a 
very uniform coating 

thickness, meeting the requirements of 100 microns +/- 4 

micron over the entire 

area. 

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3027751C 
EQUIVALENT-ABSTRACTS : 

Electrodeposition appts. for metallising substrates 
comprises a U-shaped frame 

(1) of non-conducting material intended to be immersed in 
the electrolyte bath 

and an electrical supply conductor bar (2) across the 
opening of the U; 

Parallel to this conducting bar and below it is a 
non-conducting spacer bar 

(3) . The substrates to be coated are hung vertically 
alongside this spacer 

bar, clamp-d to it by contact claws gripping across the bar 
(3) and across the 

current supply bar (2) . The feed into the conducting bar 

(2) is through 

suspension hooks (10) which can be adjusted in height and 
serve also for 

suspending the entire frame in the bath. The inner face of 
the U-frame (1) is 

partly blanked off at front and back by plates (16) . 
Used esp. for the deposition of nickel on glass sheets. 
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